FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

WF-1098

Flux para soldadura de ola con contenido de haldgeno,
lavable con agua, pH neutro
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Introduccion

WF-1098 es un flux de soldadura de ola a base de alcohol, con hal6geno, lavable con agua, desarrollado para cumplir con la norma
J-STD-004 version B mas reciente para soldadura through-hole, montaje de superficie de extremo inferior y tableros de circuitos de
tecnologia mixta. Muestra un buen rendimiento con soldaduras y procesos SnPby sin Pby es compatible tanto con aplicaciones de
soldadura de ola como de soldadura selectiva. WF-1098 contiene halégeno, lo que le brinda actividad adicional y estabilidad térmica.
El residuo producido por WF-1098 es altamente soluble en agua, lo que permite una facil eliminacion después de la soldadura, tanto
en procesos de limpieza por lotes como en linea.

Caracteristicas Propiedades fisicas
¢ Compatible con aleaciones de SnPby sin Pb i_ncluidas, Prueba WE-1098 Diluyente WF-1090-T
entre otras: SAC305, SAC105, Sn995 (y aleaciones Color: Palid -
similares sin plata), SAC0307, 63Sn/37Pb, 60Sn/40Pb, e alido ransparente
60Sn/38Pb/2Ag, Sh5 Gravedad especifica:
., ° ° § ,82
e Se limpia facilmente con agua : fg og g; OE; gggg ggsg
¢ Produce uniones de soldadura brillantes Valor acido:
* La eliminacion de residuos se puede demorar hasta mg KOH/g de flux 14,9 N/A
48 horas sin afectar la confiabilidad del tablero de ?ngOH/g de sélidos 144,2 N/A
circuitos € Tlux
Contenido de sélidos 10,33 N/A

* Compatible con soldadura nivelada de aire caliente Punto de nflamacién °F

(HASL), plata de inmersion, chapado de oro por inmersion (TCC) 54 °C (12 °F) 54 °C (12 °F)
en niquel quimico (ENIG) y superficies de cobre con : =
preservante de soldabilidad organica convencional (OSP) I'_%"Tg‘_aofézx Sy 0RM1 N/A

¢ Compatible con todas las mascaras de soldar probadas
e Cumple con J-STD-004B para tipo de flux ORM1
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

WEF-1098

Flux para soldadura de ola con contenido de haldgeno, lavable con agua, pH neutro
Datos de prueba

Espejo de cobre

La prueba de espejo de cobre segin J-STD-004B se realiza de acuerdo
con IPC-TM-650, método 2.3.32. Para clasificarse como un flux tipo “L", no
debe eliminar por completo la superficie de espejo. WF-1098 no muestra
casi ninguna eliminacion del espejo de cobre, por lo que se clasificaria como
flux ORL1 si no fuera por el nivel de haldgenos que contiene, >0,5 %. Debido
al contenido de haldgeno, el flux se debe clasificar como Tipo ORM1.

\WF-1098 Colofonia estandar

Corrosion de cobre

La corrosion de cobre se prueba segin IPC-TM-650 método 2.6.15. Esta prueba da una indicacidn de las reacciones visibles que ocurren
entre el residuo del flux después de la soldadura y los acabados de la superficie de cobre. En particular, no se debe observar corrosion
verde de cobre. La prueba de corrosion de cobre no es particularmente (til para diferenciar flux lavables con agua, ya que los residuos
posteriores a la soldadura se deben eliminar después de soldar.

~

~

SnPb 0 horas SnPb 240 horas Sin Pb 0 horas

Sin Pb 240 horas

. J J

Resistencia del aislamiento de la superficie (SIR)

La prueba de resistencia del aislamiento de la superficie se realiza segin IPC-TM-650 método 2.6.3.7 usando tableros preparados de
acuerdo con IPC-TM-650 método 2.6.3.3. Todas los tableros soldados con WF-1098 cumplen los requisitos de no mostrar crecimiento
dendritrico, corrosion visible y una resistencia del aislamiento minima de 100 megaohmios (1 x 10°). Los valores que se muestran en las dos

graficas a continuacion muestran el nimero de
4 Ve N

Ohmios por diez a la potencia del eje vertical. La
SIR de IPC-TM-650 es una prueba de 7 dias y da

MINIMOS DE WF-1098

MEDIANAS DE WF-1098

una idea general del efecto del residuo de flux
sobre las propiedades eléctricas de la superficie
del tablero de circuitos.

ieza sin demora

J-STD-004B SIR Valores minimos Lim

Mas de 24 horas

Todos los datos

Patrén hacia abajo*

8,90

8,81

Control

10,85

10,80

“\_::::::::F§E

*Los flux lavables con agua solo se prueban con el

Medianas de SIR Valores minimos de SIR patron hacia abajo

éOEHZ

3.00E+12
2.50E+12
2.00E+12
1.50E+12
1.00E+12
5.00E+11
0.00E+00

.
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Electromigracion (ECM)

La prueba de electromigracion se realiza seg(in IPC-TM-650 método 2.6.14.1 con tableros
preparados mediante el uso de IPC-TM-650 método 2.6.3.3. Las condiciones para esta
prueba son 496 horas a 65°C +2°Cy 88.5 % + 3.5 % de humedad relativa. Para pasar
esta prueba, no debe haber corrosion visible ni crecimiento dendritico que reduzca el
interlineado en més del 20 %. Ademas, la resistencia del aislamiento no debe caer mas
de una orden de magnitud después de las primeras 96 horas del periodo de estabhilizacion
cuando se aplica una tension de polarizacion.

\
\

e —

Inicial Final

e Media de WF-1098 === Media de control

v

Media de WF-1098 |  3,06E+12 1,09E+12
Media de control 1,01E+12 7,00E+11 ()
Resultado APRUEBA
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

WEF-1098

Flux para soldadura de ola con contenido de halégeno, lavable con agua, pH neutro
Datos de desempeio y del proceso

Llenado de orificos

Indium Corporation usa varias de sus propias Desempeiio de la soldadura en tablero de
pruebas, con base en los estandares de mano prueba con grosor de 0,062"*

de obra IPC, para determinar el llenado de Sin Pb SnPb
orificios. En funcién de los criterios de disefio Rendimiento de llenado
para el flux, Indium Corporation usa orificios de | 4o'pTH del 100 % Mas del 99 %|Mas del 99 %
distintos tamafios y acabados de los tableros *Qrificios chapados con diametro de 7-20 mil
de circuitos. Sin embargo, siempre buscamos P

un llenado de orificio del 100 %, aun cuando el Desempeiio de la soldadura en tablero de
IPC reconoce que un menor grado de llenado prueba con grosor de 0,093"*
de orificio es aceptable para sus estandares de Sin Pb SnPb

1 ; ; mano de obra. La prueba se realiza cominmente | Rendimiento de llenado |, ;. .

' " . ' ‘ ' ‘ ) con soldaduras sin Pb (aleacion Sn995 de Indium | de PTH del 100 % Mas del 38 % Mas del 99 %
Tablero de prueba de llenado de orificios ~ Corporation) y de estafio-plomo (63Sn/37Pb).  *Qrificios chapados con didmetro de 7-20 mil

Recomendaciones del proceso

Recomendaciones de proceso para tableros de circuitos con grosor de 62 mil

« Se puede aplicar por rociado o en espuma Tasa de deposicion Tiempo de precalentamiento  Tiempo de Tiempo de Tiempo de
« Al usarse con plata de inmersion y estafio de inmersién del flux pg/in? de Superior  Inferior precalentamiento Aleacion contacto crisol
o o . ' olid £ 0 d d °C
limite la deposicion del flux en la parte superior con el S Y Y epmdoe . (segundos) __ {°C)
fin de reducir las manchas <4500 100-145 | 100-145 | 60-100 | SinPb | 3,5-55 | 265-275
Aplicacién en espuma <4,500 80-125 | 80-125 50-75 SnPb | 1,5-3 | 245-260
Recomendaciones de proceso para tableros de circuitos con grosor de 93 mil

e La piedra debe estar de 1,5 a 2 pulgadas debajo de la

ficie del fl Tasa de deposicion Tiempo de precalentamiento  Tiempo de Tiempo de Tiempo de

SL.lper ICie de ”UX . . del flux pg/in’de  Superior Inferior precalentamiento Aleacion contacto crisol

e Ajuste la presion del aire a 1-3 psi solidos (°c) (°c) (segundos) (segundos)  (°C)
. Aj_us_te la presion de la cuchilla de aire a 5 psi para <7,000 85-100 | 85-100 34 SinPb | 10-12 | 270-275
eliminar el exceso de flux <7,000 80-100 | 80-100 | 153 | SnPb | 3-5 | 255-260

e Use el diluyente de flux WF-1090-T segln las tablas de
ajuste para mantener la densidad del flux

Instrucciones para agregar diluyente a WF-1098 al usar el flux en espuma

* Determine la gravedad
especifica y la temperatura / GRAVEDAD ESPECIFICA CONTRA TEMPERATURA EN wmuss\ ﬁ\mcmu DE DILUYENTE CONTRA GRAVEDAD ESPECIFICA EN wawsﬂ

del flux 0914 —
0.912 LA
e Encuentre latemperatura del | osw0 oot
0.908 ]
flux en latabla de Gravedad hysd oon2 =
1fi 0.904 0.010
especifica contra temperatura | o oo =
* Reste la gravedad especifica | o2 0006 el
correcta a la gravedad osse 0008 el
especifica del flux 0892 0002
ERp 0.890 A
* Use la tabla Adicion de oasg i L L L LT 000 ey R R R
diluyente contra gravedad SR B

50€ /4,98
Qi
/

especifica para determinar
la cantidad en ml/gal de
diluyente que se debe afiadir

Prueba de limpieza ionica

La prueba de limpieza idnica se desarrollé en una época antes de que los flux que

no requieren limpieza fueran practicos y se volvieran populares. En esos dias, P [ 2
practicamente TODOS los residuos de flux se eliminaban de los tableros de circuitos E:;;T:Ztorggalzig:]/zfza <10ug NaCl/pulgada
como medio para garantizar la integridad eléctrica y una apariencia estética limpia. La aprobaci()np 37.0ug NaCl/pulgada?
especificacion de prueba iénica méas comdn utilizada en ese momento era MIL-P-28809. WF-1098 uoion ba
Para realizar la prueba, se sumerge un tablero de circuitos ya limpio en un bafio de - pasa con un residuo 1onico muy bajo
agua/alcohol en circulacion sin iones durante un periodo de tiempo establecido. A continuacion, se mide la conductividad eléctrica de la
solucion de alcohol y agua para determinar la cantidad de material iénico residual, expresado como equivalente “pg NaCl/pulgada?”, que se
ha transferido del tablero de circuitos al bafio. Cuanto mas material idnico residual, menos eficaz sera la limpiezay

mayor serd el riesgo de futuras fallas eléctricas. La cantidad de residuo iénico varia segdn el tipo de flux, asi como

el método de limpieza y la complejidad del tablero. .
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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

WEF-1098

Flux para soldadura de ola con contenido de halégeno, lavable con agua, pH neutro

Eliminacion de residuos de flux soluble Productos compatibles de Indium Corporation
en agua ;
L . * Soldadura en pasta: Indium6.4R
Los flux lavables con agua estan disefiados para que sus residuos )
se eliminen del tablero de circuitos. Esto se debe a que, aunque ~ * Alambre con nicleo: ~ CW-301 0 CW-305
los residuos pueden no ser corrosivos, pueden ser conductores, o Lapiz de flux: FP-300

especialmente en entornos hiimedos. Algunos flux lavables con
agua muy agresivos se deben eliminar inmediatamente después de
la soldadura para evitar dafio al tablero de circuitos. Sin embargo,
el lavado de los tableros con WF-1098 puede demorarse hasta
48 horas. Aunque el método exacto de limpieza (en lote 0 en linea)
no es importante, si lo es asegurarse de que el equipo utilizado sea
capaz de eliminar totalmente el flux.

Indium Corporation tiene un gran historial de pruebas de la
compatibilidad de productos de soldadura y ha disefiado sus
pastas de soldadura, flux de ola, alambres con nicleo y flux de
retrabajo para que sean compatibles entre si. Basados en nuestra
experiencia, hemos aprendido que los productos de Indium
Corporation que se han disefiado individualmente para cumplir los
requisitos de una especificacion determinada, como IPC J-STD-
004B, al combinarse producen resultados de pruebas que cumplen
Temperatura del agua 20-50 °C (68-122 °F) los mismos requisitos, como se determina generalmente mediante
Demora de la limpieza <48 horas las pruebas de resistencia del aislamiento de la superficie (SIR) y
de electromigracion (ECM). También es posible que los productos
de la competencia y aquellos que abarcan diferentes revisiones
de especificacion, como, por ejemplo, una pasta de soldadura de
Indium Corporation probada segin J-STD-004, un flux de ola de
la competencia probado seglin J-STD-004A, y un alambre con
nicleo de Indium Corporation probado segin los requisitos de
J-STD-004B, sean compatibles al someterse a prueba usando una
de las versiones anteriores, aunque no sea del todo cierto. En
estos casos, de existir duda, preferimos ejecutar pruebas reales
para confirmar la compatibilidad. Indium Corporation mantiene
una pequefia biblioteca de estos resultados de pruebas, y los pone
a disposicion de sus clientes. La forma més segura de garantizar
la compatibilidad del producto es mediante el uso de una linea
completa de productos compatibles de Indium Corporation; sin
embargo, si tiene preguntas acerca de la compatibilidad de un
conjunto especifico de productos, puede comunicarse con el
Departamento de Servicio Técnico de Indium Corporation.

4 . . N
Informacion adicional

*J-STD-004B es la norma conjunta de la industria IPC para clasificar y probar flux de soldadura. Difiere de sus versiones
anteriores, J-STD-004 y J-STD-004A, en dos aspectos importantes. J-STD-004B usa una bateria de pruebas de electromigracion
modificada (ECM) para probar de mejor manera los efectos del flux en condiciones de alta humedad y a temperaturas y tensiones
de operacion normales. La prueba medioambiental esta disefiada especificamente para intentar crear crecimiento dendritico
y crear fallas en formula de flux marginales, al contrario de la version anterior de J-STD-004 que utilizaba altas temperaturas y
tensiones que no permitian el crecimiento dendritico facil. Ademas, la prueba de halégeno J-STD-004B ahora revela la cantidad
total de halégeno en un flux usando primero una bomba de oxigeno para disociar cualquier halégeno de los compuestos quimicos
alos que esta unido y, a continuacion, recogerlo y cuantificarlo. Las versiones anteriores de J-STD-004 no podian detectar los
halogenos presentes, sino solamente disociarlos a altas temperaturas (como a la temperatura de soldadura). Como tales, los
métodos de pruebas anteriores podian dar al usuario una falsa sensacion de una presencia nula de halégenos en el flux cuando,
de hecho, silos habia. Indium Corporation apoya fuertemente las caracteristicas mejoradas de J-STD-004B porque satisface de
mejor manera la necesidad de informacion del usuario.

Esta ficha técnica del producto se proporciona con fines informativos generales (inicamente. Su finalidad no es garantizar ni asegurar —ni debe
interpretarse en tal sentido— el desempefio de los productos descritos, que se venden sujetos exclusivamente a las limitaciones y las garantias

escritas que constan en el envase del producto y las facturas. Todos los productos y soluciones de Indium Corporation estan disefiados para venderse
comercialmente, a menos que se indique lo contrario especificamente.
Todas las instalaciones de fabricacion de pasta de soldadura y preformas de Indium Corporation cuentan con la
certificacion IATF 16949:2016. Indium Corporation es una empresa que cuenta con la certificacion 1SO 9001:2015. ®
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